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1 Basisinformationen  
 

Sachbearbeiter Jens Kurze 

 
Kunde Müller-Elektronik GmbH 

Benennung Lötprogramm 33273307.4_BTM / 33273307.4_TOP 

Baugruppe als Messboard 37020203.3140 

Messshuttle B10260003 

Datenlogger B10260002 

Profilierungs-Software Profile Central V3.5e 
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2 Messaufbau - BTM 
 

 

  

Messkanal  Thermoelement 

Toleranz 

Thermoelement nach 

ANSI MC96.1 

Messposition Fixierungsmethode 

1 Typ K  Class 2 C138 Gehäuse / SMD-Kleber 

2 Typ K Class 2 Q32 Gehäuse / SMD-Kleber 

3 Typ K Class 2 U79 Anschluss / SMD-Kleber 
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3 Prozessparameter - BTM 
 

Lötanlage ERSA Hotflow 3/14 

Lottyp Sn98.3.Cu0.7Ag1.0Ni0.05Ge0.005 

(Körnung 3) 

 
Transportgeschwindigkeit 700 mm/min 

Schutzgas (N2) Ja  

Restsauerstoffgehalt 450 ppm (+/- 500ppm) 

 

 

3.1 Prozessfenster (Vorgabe) 
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3.2 Zonen-Einstellungen Reflow-Anlage (Hotflow 3/14)   

 

Zonen Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 

Oberheizung (°C) - 140 170 180 185 220 260 245 140 60 60 - 

Konvektion oben (%) 

(%) 

- 45 45 45 45 45 75 75 80 100 100 - 

    
Unterheizung (°C) - 140 170 180 185 220 260 245 - - - - 

Konvektion unten (%) - 50 50 50 50 50 85 85 - - - - 

Vorheizung Reflow Abkühlung  

 
Z1 = Einlauf 

Z12 = Auslauf 
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3.3 Temperaturkurve 
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4 Prozessdaten - BTM 
 

 

 

 
 

 

Zonenanstieg (°C/s) 
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5 Fazit - BTM 
 

 Die (Flussmittel) Aktivierungsdauer in dem Temperaturbereich 150°C – 170°C kann mit der Reflowanlage 

prozesstechnisch nicht eingehalten werden. Die optische Inspektion mittels AOI und Sichtkontrolle zeigt dass 

alle Lötverbindungen eine gute Benetzung aufweisen. Übermäßige Flussmittelrückstände sind nicht sichtbar.  

 

Da sich die Aktivierungsdauer auf die Lotpaste bezieht, sollte hier die Vorgabe aus dem Datenblatt der Lotpaste 

Richtlinie sein 

 

Vorgabe Lotpaste 

 

Aktivierungstemperatur: 150°C – 200°C 

Aktivierungsdauer (FAT): 40 Sek. – 200 Sek. 

 
Abbildung: Vorgabe der Aktivierungsdauer aus dem Datenblatt der verwendeten Lotpaste 

 

 
Abbildung: Messwerte unter Berücksichtigung der Vorgabe der Lotpaste 
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6 Messaufbau - TOP 
 

 

 

 

Messkanal  Thermoelement 

Toleranz 

Thermoelement nach 

ANSI MC96.1 

Messposition Fixierungsmethode 

1 Typ K  Class 2 
C451 

(34521020) 
Becher / SMD-Kleber 

2 Typ K Class 2 
RV3 

(34366510) 
Gehäuse / SMD-Kleber 

3 Typ K Class 2 
D54 

(34144525) 
Massefläche / SMD-Kleber 

4 Typ K Class 2 
C489 

(34506020) 
Gehäuse / SMD-Kleber 

5 Typ K Class 2 
C432 

(34520045) 
Anschluss / SMD-Kleber 
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7 Prozessparameter - TOP 
 

Lötanlage ERSA Hotflow 3/14 

Lottyp Sn98.3.Cu0.7Ag1.0Ni0.05Ge0.005 

(Körnung 3) 

 
Transportgeschwindigkeit 650 mm/min 

Schutzgas (N2) Ja  

Restsauerstoffgehalt 450 ppm (+/- 500ppm) 

 

 

7.1 Prozessfenster (Vorgabe) 
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7.2 Zonen-Einstellungen Reflow-Anlage (Hotflow 3/14)   

 

Zonen Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 

Oberheizung (°C) - 140 175 180 185 215 255 245 140 60 60 - 

Konvektion oben (%) 

(%) 

- 50 50 50 50 50 80 80 80 100 100 - 

    
Unterheizung (°C) - 140 175 180 185 215 255 245 - - - - 

Konvektion unten (%) - 50 50 50 50 50 80 80 - - - - 

Vorheizung Reflow Abkühlung  

 

 

Z1 = Einlauf 

Z12 = Auslauf 
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7.3 Temperaturkurve 
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8 Prozessdaten - TOP 
 

 

 

 
 

 

Zonenanstieg (°C/s) 
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9 Fazit - TOP 
 

 Die (Flussmittel) Aktivierungsdauer in dem Temperaturbereich 150°C – 170°C kann mit der Reflowanlage 

prozesstechnisch nicht eingehalten werden. Die optische Inspektion mittels AOI und Sichtkontrolle zeigt dass 

alle Lötverbindungen eine gute Benetzung aufweisen. Übermäßige Flussmittelrückstände sind nicht sichtbar.  

Da sich die Aktivierungsdauer auf die Lotpaste bezieht, sollte hier die Vorgabe aus dem Datenblatt der Lotpaste 

Richtlinie sein. 

 

Vorgabe Lotpaste 

 

Aktivierungstemperatur: 150°C – 200°C 

Aktivierungsdauer (FAT): 40 Sek. – 200 Sek. 

 

 
Abbildung: Vorgabe der Aktivierungsdauer aus dem Datenblatt der verwendeten Lotpaste 

 
Abbildung: Messwerte unter Berücksichtigung der Vorgabe der Lotpaste 
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 Die Vorgabe „Aufschmelzdauer“ (60 Sek. – 120 Sek.) konnte für die kritischen Bauteile 34320124 und 34520045 

auf den Punkt genau eingehalten werden. Für das Bauteil 34521020 wurde die Vorgabe um 9,5 Sek. bzw. 19,5 

Sekunden (Freigabe: APXF6R3ARA331MF80G) überschritten. 

 

Soll: max. 60 Sekunden 

Ist: 69,5 Sekunden 

 

 Die Vorgabe „>230 °C für max. 30sec“ konnte nicht eingehalten werden. Bitte nach Möglichkeit die 

restringierende Freigabe „SK54B-LTP“ für das Bauteil „34122210“ entfernen. 

 

 
 

 

 

 


